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El presente invento se refiere a un pro-
cedimiento para determinar la velocidad a la que
se disuelve el metal en una operacidn industrial
de grabado quimico, al método empleado para regular

56 dicha velocided y & un aparato Wtil para llevar a
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cabo el procedimiento,

Las soluciones en las que se mordenta el
metal se usan cade df{a en mayor escalae, Dichas 80~
luciones se usan principslmente pare lebrar metal
por medios qu{micos; en la mamfactura de cirecuitos
impresos en 1los que la mayor masg del metal se quita
disolviéndose de la plantilla protegida deseada; ¥
en la produccidn de placas de imprimir. Los proce-
dimientos industriales de mordentacidn o grabado
quimico de metales de esta naturalezas, exigen un
exacto control de la velocidad y proporcidn de mor-
dentado para conseguir las metas de la mamfactura.
Los métodos conocidos para regular la proporcién de
mordentado se han basalo en medidas de uno o mis
constituyentes del baiio de mordentado del metel. E1
constituyente medido podria ser el componente del
bafio que realiza la oxidacidn del metal. Podria ser
también un componsnte con &1 relacionado. También
podria regularse midiendo un constituyemte que entre
en el bafio como resultado del proceso de mordeniado
del metel. Para obtener un anflisis répido y una
méxima contimuidad de la regulacidn, los métodos
conocidos se han basado bastante en determinaciones
colorométricas. Todos esos métodos empleados para
regular las soluciones de mordentado de metales tie-
nen la desventaja de estar basadas en la medida de
un componente del bafio que se relacions con la ve-
locidad de mordentado del metal. Desgraciadamente
las correlaciones no son definitivas, A memndo, la

velocidad de mordentado de metales se ve afectads
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por varisbles que no corducen ds por éfxélﬁna COm
rrelacion exacta. La velocidad real de mordentado
se ve afectada por la introduccidn de materias ex-
trafias en el bafio. Existe la necesidad de disponer
de un método para medir la velocidad real de mor-
dentado en lugar de medir algo que, bajo comiicio-
nes especificas, Se sabe que produce una velocidad
particular de mordentedo. Esto resulta de particu-~
lar importancia en aquellas instalaciones de produc-
cion a gran escala en las que o8 deseable la regu-
lacion automdtica de la operacidn de mordentado o
grabado quimico.

En su aspecto mas genersl, el presente
invento proporciona un método parea medir la veloci~
dad de mordentado de una solucidn de mordentado de
metal por el procedimiento de pasar una parte de la
solucidn de mordentado, de la operacién bajo control,
a través de un grupo regulador que tiene un pequefio
bafioc de mordentado de metal en el que se disuelve el
metal. En el aparato regulador, la solucidn de mor-
dentado disuelve metal de una pieza metdlica de prue
ba, es decir, un alambre metdlico o lémina delgada
de metal, cuya velocidad de disolucidn ha sido co-
rrelacionada con la velocidad de mordemtado del me-
tal en la operacidn de mamufactura. Las medides res-
lizadas, que determinan la velocidad de disolucidn
del metel de la pieza metalica de prueba se usan
como base para regular la operacién de mamufactura
del mordentado de metales,

En un modo preferente del procedimiento
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de este inven o;}la pieza metdlica de prueba, en
forma de tira continma, es decir, un alambre o
lémina, se hace paser de una forme contima a tra-
vés de la solucidn de mordentado del metel gue se
hella en el aparato regulador. Se mide de una forma
continue una propiedad de la pieza de prueba., Las
medidas obtenidas se usan para regular de una forma
directs la operacion de mamfactura. Le propiedad
medida puede ser el grosor, capacidad para absorber
particulas hiperenergéticas como son 1los rayos X,
rayos gemma, etc.; resistividad eléctrica, etec. En
une modalidad preferida de la operacion de regula-
cidn, el grosor de la lémina metdlica medido es el
panto cero, que proporciona un punto conveniente de
regulacion, segun se explicaré con mayor detalle
més adelante.

La figura 1 es una disposicidn esquemdti-
ce de una operacion de mordentado de metales y apa-
rato de regulacion para dicha operacidn; y

La figurs 2 es una vista en sececidn del
aparato regulsdor.

El aparato y procedimiento preferentes
del invento se describen con relacidn o la manmufac—
tura de circuitos impresos. Una lémina de pléstico
chepada en uno o ambos lados con una lémina de co-
bre y con la plantilla del circuito impreso impresa
en la lémina de cobre con un meterial protector, se
mordenta en una solucidn acuosa que contiene aproxi-~
nmadsmente un 25% de persulfato eménico y tembién una

cantidad catalitica de cloruro mercirico. Las soluw
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ciones preferidas para la mordentacidén y las con-
diciones de la operacidn son las descritas en la
Patente Estadounidense N? 2,978.301., El mordentado
del laminado de plastico y lamina de cobre 10 se
realiza en un depdsito de mordemtado 1. EL laminado
10 se introduce en el depdsito 1 por medio de un
transportador 2 que lo sumerge en la solucidn de
mordentado 3 y lo pasa por dicha solucidn 3 a lo
largo de una distancia predetermineda sacandolo despuds
del depésito 1. La solucidn de mordentedo 3 se mantie-
ne a un nivel constante mediante un dispositivo de ad-
mision de agua regulado autométicamente 4. Se mentie-
ne la concentracidn del reactivo para ataque con el
fin de que efectie la velocidad y proporcidn deseada
de disolucion del metal mediante el regulador automé
tico del reactive para ataque 5. Se sangra continuna-
mente una pequefia cantidad de solucion de ataque del
depdsito principal del reactivo 1 por la linea o con
ducto 6 que alimenta la solucidn en el aparato regu-
lador 7. El nivel de solucion se mantiens en el apa-
rato regulador 7 por medio de un orificio de rebose
8 y la solucidn rebosante se devuelve al depdsito 1
por la 1linea de retorno 9. Se puede usar un elevador
de agua por aire comprimido o una bomba pare hacer
que fluya la solucion de ataque a través de este
cireuito.

El aparato regulador 7 funciona midierndo
la velocidad de disolucidn de una delgeda chapa de
cobre laminada sobre un soporte de cinta de poliés—

ter transparente, que se denominara en adelante como
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"einta de cobre" 11. La cinta 11 de un

carrete de alimenteciodn 12 entre dos rodillos 13 ¥y
14 que estdn montados de modo que se hallen sumer-
gidos en la solucion de mordentado hasta un punto
situado a mitad de camino entre el punto inferior

de cada rodillo y su eje. Los rodillos 13 y 14 ase-
guran que la cinta de cobre 11 se humedezca en un
punto preciso predeterminado. Después de paesar en-
tre los rodillos humectadores 13 y 14, la cinta de
cobre 11 pasa glrededor de un rodillo colocador 15
y después se desliza a lo largo de la superficie
convexe interior 16 de la pared lateral curvads del
aparato regulador 7. La cinta de cobre se mantiene
en posicion a lo largo de la pared emtre el rodillo
de colocacidn 15 y el rodillo de colocacidn 17. Es
preferible colocar el lado de poliéster de la cinta
contra la pared, La cinta de cobre 11 se saca de la
solucion mediante el carrete receptor 18. EL carrete
receptor 18 es un dispositivo motor de velocidad cons
tante del tipo de cabrestante y carrete receptor en
combinacidn. El eje 24 del carrete es el dispositivo
motor. Es movido por una rueda motriz de embrague
deslizante que trabaja desde un motor de uns forme
indirecta. El dispositivo proporciona una velocidad
lineal constante de conduccion. Los mecanismos para
transmisidon y carretes de este tipo son similares o
los empleados en los magnetofonos comerciales. La
pared 16 del aparato regulador 7 se fabrica de me-~
terial opaco, que puede ser plastico negro de poli-

metilmetacrilato o acero inoxidable y contiene una
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ventana 19, de unos 152 mm de largo por 3,18 mm de
ancho, fabricada de material transparente, es decir,
polimetilmetacrilato transparsnte, que se coloca
Junto al recorrido de la cinta de cobre 11. Fuera

de la ventana se colocan células fotoeléctricas 20

¥y 22. Cada una de estas células lleva ung masears

de unos dos mili{metros por dos mil{metros. Se coloca
una fuente de luz brillante 21 en el dispositivo de
regulacidn para que se dirija un rayo de luz brillan
te a través de la ventana 19 a las células fotoeléc-
tricas 20 y 22, cada una de les cuales se halla si-
tuada & lo largo de la ventana 19, La velocidad de
la cinba de cobre 11 se halla correlacionada de modo
que en el régimen deseado de funcionemiento del apa-
rato regulador, el metal de cobre se disuelva com-
pletemente cuando la cinta pasa por la citada parte
de ventanilla & través de la cuel la luz incide en
la célula fotoeléctrica 22. Si la solucidn de mor-
dentado se encuentra sobre-concentrada, el cobre se
disuelve mas répidamente que lo que ser{a de desear.
El cobre se disolverd, por tanto, totalmente de la
cintg de cobre 11 en un punto anterior al de llegads
a la célula fotoeléotrica 20 haciendo que la luz in-
cida con gran intensided en la célula fotoeldctrica
20. Cuando ésto ocurre, la célule fotoeléctrica 20
entra en accion y, a través de un sistems de regu~
lacidn eléctrica, accions un regulador automético

de reactivos de ataque 5 para dismimnir el flujo de
reactivos de ataque que penetra en el depdsito de

mordentado 1. Cuando la solucidn de mordentado con-
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tiene una eantldad 1nsuflclente de reactlvo de ata-

que, la velocidad de disolucidn de metal sera menor
¥y no se disolvera todo el cobre de la cinta de co-
bre 11 cuando la cinta pasa por la célula fotoelée-
trica 22. Cuando la célula fotoeléctrica 22 recibe
menos de la cantidad normel de luz, entra en accion
un relé que obliga al regulador antomdtico de reac—
tivo de ataque 5 a aumentar el flujo de reactivos
de ataque que penetran en el depdsito de morden~
tado 1.

Ia regulacidén de la velocidad de ataque
en la Operacién de mamufactura del aparato del ejem~
plo, Se realiza por medio del regulador automdtico
de veactivo de ataque 5. La regulacidn de la velo-
cided de mordentado puede efectuarse mediante la
regulacién de cualquiera de las variables del pro-
ceso de mordentado. Asi, en 1la instalacion ilustra-
da, la regulacion de velocidad del flujo de reactivo
en la solucion se mantiene por medio del regulador
automdtico de reactivo. Esto se puede realizar en
una sole 1linea de mordentado o en una linea de mor-
dentado de etapas miltiples. La regulacidn de la
velocided de mordentado puede realizarse también
regulando la temperatura del bafio de mordentado,
Las cadenas de produccion modernas utilizan un cho-
rro directo de solucidn de ataque sobre la parte
que se mordenta., La regulacién de la velocidad de
mordentado puede mantenerse también regulando la
presién detrés de las cabezas rociadoras. En opera-

ciones realizadas por tandas, se puede utilizar el
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dispositivo regulador para regular el transporte de

laminados por la mdquina de mordentar, de modo que
los leminados salgan con rapidez cuando se ha com-
pletado el mordentado para evitar abtagues excesi-
vos, ElL procedimiento de este invento, se puede enm-
plear para regular la velocidad de mordentado regu-
lando cualquiera de las citadas variables o cual-
quiera de sus combinaciones para consegulr sl re-
sultaedo deseado.

El dispositivo regulador se fabrica con
materiales que sean resistentes a la solucidn de
gtaque utilizada. Los materiales preferibles de
construccion son el acero inoxidable y los plésti-
cos, tales como el polimetilmetacrilato.

-NOTA -

Descrita suficientemente la naturaleza
del invento, as{ como la manera de realizarlo en
la practica, debe hacerse constar que las dispo-
siciones anteriormente indicadas, son suscepiibles
de modificaciones de detalle en cuanto no alteren
su principio fundamental. También se hace constar
que el invento corresponle a una solicitud de pa-
tente presentada en Nbrteamérica, con fecha 24 de
Enero de 1966, bajo el N2 Ser. 522.694, acogiénio-
se, por 1o banto, a 1los beneficios que conceden los
Convenios Internacionales en vigor, siendo lo que
constituye la esencia del referido invento y por lo
que se solicita Patente de Invencion, por 20 afios

en Bspaiia: "PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA DETERMINAR

LA VELOCIDAD DE MORDENTADO DE LAMINAS METALICAS";
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caracterizandose por lo siguiente:

18,~ Procedimiento para determinasr la
velocidad de mordentedo de léminas metdlicas,
caracterizado porque comprende el poner en contac
to al menos, una probeta metalica con la solucidn
de mordentado empleada en la citada operscidn de
mordentado o grabado quimico y medir la velocidad
de disolucidn del citado articulo metdlico, median
te lo cual se determina la velocidad de mordentado
de dicha solucion de atagque.

28,- Procedimiento, segin la reivindica-
cion 18, caracterizado porque el dispositivo emplea~
do para medir la velocidad de disolucion de dicho
artfculo metdlico se utiliza para regular otro dis-
positivo que regula, al menos, una de las variables
del proceso de elaboracidn que afecta & la veloci-
ded de disolucién delmetal en la referida operacion
de mordentado del metal.,

38,.- Procedimiento ., segin la reivindica-
cidn 28, caracterizado porque se regula le velocidad
de mordentado haciendo pesar en una primera ebapa,
la solucidn de ataque empleada en dicha operacion
de mordentado de metal a través de un dispositivo
de regulacidn por el que se pasa una tira de plés—
tico con una chapa metdlica delgada laminads en el
mismo, a través de la citada solucidn a una veloci-
dad predeterminada; en una segunda etapa, medir la
velocidad de disolucidn de la citada chapa metdlica;
¥ en una tercera y ultima etapa emplear los resulta-

dos de dicha medida para regular al menos, una de

3
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que afectan a la

velocidad de disolucion del metal en dicha opera~
cidn industrial de mordentado del metal.

48 .- Procedimiento, segin la reivindice-
cion 38, caracterizado porque dicho metal es cobre
y dicha golucidn de ataque es una solucidn acuosa
que contiene como solutos en la misma, eproximada-
mente un 10% a un 45% de persulfato y una cantided
catal{tica de iones de un metal que tiens un poten~
cial de electrodo mds negativo que el potencial de
electrodo del cobre.

5¢,~ Aparato para la realizacidn del pro-
cedimiento, segin la reivindicacidn 12, caracteri-
zado porgue comprenis en combinecidn: un recipiente
para contener una solucidn de mordentado de metel,
un dispositivo para hacer pasar dicho articulo me-
télico de pruebe por dicho recipiente & una veloci-
dad predeterminada y un dispositivo para determinar
la cantidad de metal disuelto en un punto predeter-
minado a lo largo del recorrido de dicho articulo
de prueba a través del referido recipiente.

6¢.~ Aparato, segun la reivindicacidn 5%,
caracterizado porque comprende en combinscidn: un
recipiente para contener una solucion de mordentado
de metal, un dispositivo para hacer pasar laminado
de chapa metélica sobre tira de plastico transparen-
te a través de dicho recipiente & um velocidad pre-
determinada, y un dispositivo para medir el punto, a
lo largo del recorrido de dicha cinta por el reci-

piente, en el que se disuelve el metal de la citada
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tira de pléstico, cuyo dispositivo de medicidn
comprende la combinacidn de una fuente de lugz di-
rigida a través del camino seguido por la einta y
al menos, una célula fotoeléetrica situada en el
lado opuesto de dicha tira.

T8.~ "Procedimiento y aparato para deter
minar la velocided de mordemtado de laminas metd-
licas"; tal y como queda substancielmente descrito
en la presente Memoria e ilustrado en el dibujo

que se acompafia.

A 4 GOMEZ aC BS Y MODE,
®. p. Flrmado: F, Hernandaz Rulz
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